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PROCEDE DE FABRICATION DE CARTE A PUCE SANS CONTACT. 

L'invention concerne un procedS de fabrication d'une 
carte a puce sans contact comportant un ensemble Slectro- 
nique noye dans un corps de carte. Le procede consiste 
plus particulierement a noyer ('ensemble electronique dans 
au moins un film de materiau adhesif thermoactivable pre- 
sentant une surface identique a celle de la carte a realiser. 
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PROCEDE DE FABRICATION DE CARTE A PUCE SANS CONTACT 

L' invention concerne un procede de fabrication de 
carte a puce sans contact comportant un corps de carte, 
un module electronique et, connectee audit module, une 
antenne. De telles cartes sont destinees a la 
5 realisation de diverses operations telles que, par 
exemple, des operations bancaires, des communications 
telephoniques , ou diverses operations d' identification. 
Elles sont destinees, en particulier, a des operations 
de telebilletique dans lesquelles elles sont debitees a 
10 distance d'un certain nombre d' unites lors d'un passage 
a proximite d'une borne et ou elles peuvent etre 
rechargees a distance egalement. 

Ces operations s'effectuent grace a un couplage 
electromagnetique a distance entre 1 ' electronique de la 
15 carte et un appareil recepteur ou lecteur. Ce couplage 
s'effectue en mode lecture ou en mode lecture/ecriture 
et la transmission des donnees s'effectue par 
radiof requences ou hyperf requences . 

Telles qu'elles sont realisees actuellement , les 
20 cartes sans contact sont des objets portables aux 
dimensions normalisees. La norme usuelle ISO 7810 
correspond a une carte de format standard de 85mm de 
longueur, de 54mm de largeur, et de 0,76mm d'epaisseur. 

On connait un procede de realisation de cartes sans 
25 contact utilisant une technique de lamination a chaud . 
Un tel procede est schematise sur la figure 1A. II 
consiste essentiellement a empiler des feuilles 
plastiques, dont au moins deux d'entre elles sont 
perforees pour recevoir un module electronique, puis a 
30 effectuer une lamination a chaud au moyen d'une presse 
a plateaux. Une premiere etape de ce procede consiste 
plus particulierement a disposer une antenne 5 sur une 
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feuille plastique 2 perforee a proximite des bornes de 
connexion 15 de l'antenne 5. Cette perforation est 
destinee a recevoir un module electronique 7 dont les 
plages de contact 12 sont electriquement reliees aux 
5 bornes de connexion 15 de l'antenne 5. 

Dans une deuxieme etape, la feuille plastique 2, 
supportant l'antenne 5 et le module electronique 7 
insert dans la fenetre perforee de cette feuille, est 
recouverte, sur ses deux faces, de deux autres feuilles 

10 plastiques 3 et 4. Les feuilles plastiques 3 et 4 
comportent egalement chacune une perforation. Ainsi, 
une fois les feuilles 2, 3, et 4 assemblies, les 
perforations permettent de former une cavite destinee a 
recevoir le module electronique 7. Cette cavite 

15 presente des dimensions (longueur et largeur) 
legerement superieures a la taille du module 7. Cet 
ensemble de feuilles est appele communement "inlay" ou 
"inlet". Des feuilles plastiques inferieure 1 et 
superieure 6 sont en outre disposees de part et d' autre 

20 de cet "inlay" ou "inlet", de maniere a former les 
surfaces recto et verso de la carte. Les feuilles 2, 3 
et 4 constituant 1' "inlay" ou "inlet", ainsi que les 
feuilles inferieure 1 et superieure 6, sont assemblies 
et soudees les unes aux autres par lamination a chaud. 

25 Ce precede presente cependant plusieurs 

inconvenients . II est difficile de definir precisement 
1'epaisseur des feuilles perforees 2, 3 et 4 par 
rapport a 1'epaisseur du module electronique 7. Une 
epaisseur trop faible des feuilles entraine une 

30 surepaisseur sur le module electronique, done une 
f ragilisation de celui-ci et des defauts visuels. Une 
epaisseur trop grande entraine un deficit de pression 
sur le module, done egalement des defauts visuels. De 
plus, 1 'utilisation de plusieurs feuilles perforees 
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necessite une indexation precise de celles-ci les unes 
par rapport aux autres. Cette indexation etant 
difficile a realiser avec precision, elle implique une 
baisse du rendement de fabrication et une augmentation 
5 du cout de revient des cartes. L' experience montre 
qu'il est difficile d'obtenir un aspect visuel correct 
des cartes a cause de ces difficultes d' indexation des 
feuilles perforees. Le moindre decalage introduit un 
marquage visuel de la surface de la carte a proximite 

10 du module electronique 7. 

II existe actuellement deux variantes qui 
permettent d'ameliorer cet aspect visuel. La premiere 
variante est de realiser 1 ' assemblage des feuilles 2, 3 
et 4 constituant l /n inlay" ou "inlet" par une premiere 

15 lamination. Deux feuilles fines supplementaires sont 
alors introduites de part et d'autre de cet ensemble de 
trois feuilles 2, 3 et 4 perforees. Cette premiere 
lamination permet de gommer les defauts. Une deuxieme 
lamination avec les feuilles 1 et 6 permet alors de 

20 former les surfaces recto et verso de la carte. La 
deuxieme variante consiste a introduire localement et 
de part et d'autre du module electronique 7 un materiau 
qui flue plus rapidement que le PVC (polychlorure de 
vinyle) constituant l' n inlay" ou "inlet". Ce materiau 

25 en fluant permet alors d'amoindrir les defauts visuels 
autour du module. Ces deux variantes peuvent etre 
utilisees separement ou combinees. Mais ces deux 
variantes presentent egalement des inconvenients . Une 
etape supplementaire de lamination ou 1 ' introduction 

30 locale d'un materiau sont des sources de cout 
supplementaires. 

L' introduction locale d'un materiau peut etre 
egalement source de surepaisseur au niveau du module. 
Cette surepaisseur entraine une f ragi 1 isation du module 
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et un aspect visuel inesthetique de la surface de la 
carte. Les defauts superficiels et le fait que le 
module se trouve fragilise impliquent en outre qu'un 
nombre eleve de cartes est destine au rebut. En 
consequence, cet empilement de feuilles plastiques 
perforees et laminees a chaud ne peut pas etre adapte a 
une production de masse, a bas coQt, de cartes a puce 
sans contact . 

Un autre procede de fabrication de cartes a puce 
sans contact, consistant a dispenser une resine liquide 
entre deux feuilles plastiques, puis a effectuer une 
lamination a froid, a egalement ete envisage. Un 
exemple de ce procede est schematise sur la vue en 
coupe de la figure IB. Dans ce cas, un ensemble 
electronique, compose d'une antenne 5 en fil bobine 
connectee a un module electronique 7, est dispose au 
dessus d'une premiere feuille plastique 1. Puis une 
resine liquide 8, par exemple en polyurethane , est 
dispensee de maniere a noyer 1' ensemble electronique. 
Une derniere etape consiste ensuite a recouvrir la 
resine 8 d'une feuille plastique 6 superieure puis a 
effectuer une lamination a froid pour souder la resine 
8 aux feuilles inferieure 1 et superieure 6. 

Ce procede presente cependant, lui aussi, des 
inconvenients car, au moment de la dispense de la 
resine liquide, il se forme des bulles d'air autour de 
l'ensemble electronique. Ces bulles d'air engendrent la 
creation de defauts a la surface de la carte. Ces 
defauts superficiels sont non seulement inesthet iques 
mais ils impliquent en outre des difficultes au moment 
de 1'etape d 7 impression pour decorer et personna 1 iser 
la carte. En effet, les defauts superficiels creent des 
depressions qui empechent localement le transfert de 
matiere, si bien qu'il est tres difficile de realiser 
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une impression de bonne qualite sur toute la surface 
des cartes. 

L' invention permet de pallier tous ces 
inconvenients lies aux procedes de 1'art anterieur. 
Pour cela, elle propose d'utiliser au plus une feuille 
plastique perforee, de maniere a eviter les problemes 
d' indexation des feuilles perforees les unes par 
rapport aux autres, et de remplacer les autres feuilles 
perforees, ou la resine, par au moins un film de 
materiau adhesif thermoactivable presentant une surface 
identique a celle de la carte a realiser. 

L' invention a plus particulierement pour objet un 
procede de fabrication d'une carte a puce sans contact 
comportant un ensemble electronique noye dans un corps 
de carte constitue de plusieurs films lamines a chaud, 
caract^rise en ce qu'il comprend les etapes suivantes 
consistant a : 

- fournir un film comportant au moins un 
materiau adhesif thermoactivable presentant une surface 
au moins egale a celle de la carte a realiser, 

- disposer ledit ensemble electronique contre 
une surface dudit film de materiau adhesif 
thermoactivable, et 

- laminer a chaud au moins un film adjacent 
contre ladite surface, l'ensemble electronique etant au 
moins part iellement noye dans ledit materiau adhesif 
thermoactivable . 

Le procede selon 1' invention permet d' eviter 
l'utilisation de plusieurs feuilles perforees si bien 
que les problemes d' indexation de ces feuilles les unes 
par rapport aux autres sont ecartes. Le materiau 
adhesif presente une ductilite telle, a froid, qu'il 
permet d'absorber toute surepaisseur engendree par la 
presence d'un module electronique ou une puce. De plus, 
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lors de l'etape de lamination a chaud, le materiau 
adhesif flue. Ce fluage permet d'envelopper l'ensemble 
electronique sans defaut, c'est a dire sans creation de 
surepaisseurs. L' apparition de surepaisseurs etant 
5 evitee, le module electronique n'est pas fragilise et 
la surface des cartes apres lamination est parfaitement 
plane- En consequence, le procede selon 1' invention 
permet d'obtenir des cartes a puce sans contact fiables 
et esthetiques puisqu'elles ne presentent pas de 
10 defauts superf iciels . Le procede est en outre rapide 
car il necessite tres peu d'etapes, et il presente un 
cout reduit. II peut done etre adapte a une production 
de tres grande masse. 

Selon une autre caracterist ique de 1' invention, le 
15 film adjacent comporte au moins un autre film de 
materiau adhesif thermoact ivable . 

Selon une autre caracterist ique de 1' invention, le 
film adjacent comporte au moins une feuille polymere. 

De plus, d'autres feuilles peuvent etre laminees de 
20 part et d' autre du produit obtenu, en meme temps ou 
ulterieurement . 

Selon une autre caracterist ique de 1' invention, la 
lamination a chaud est realisee a une temperature 
comprise entre 50 et 140°C. 
25 Le(s) film(s) de materiau adhesif thermoact ivable 

est (sont) par exemple compose (s) d'un materiau 
appartenant a la famille des PE (polyethylenes) 
modifies, a la famille des PU (polyurethanes) modifies, 
ou a la famille des PP (polypropy lenes) modifies. 
30 Selon une autre caracterist ique de 1' invention, 

le(s) film(s) de materiau adhesif thermoact ivable est 
(sont) prealablement fixe(s) sur une (des) feuille(s) 
support par collage a chaud. 
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Selon une autre caracterist ique de 1' invention, la 
(les) feuille(s) support est (sont) realisee(s) en PVC 
(polychlorure de vinyle) , en PC (polycarbonate), en ABS 
(Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) , en PET (polyethylene 
5 terephtalate) ou en carton. 

De plus 1' ensemble electronique peut etre au 
pr§alable fixe sur le(s) film(s) de materiau adhesif 
thermoactivable par un apport local de pression et de 
temperature. 

10 

D'autres particularity et avantages de r invention 
apparaitront a la lecture de la description donnee a 
titre d'exemple illustratif mais non limitatif et faite 
en reference aux figures annexees qui schemat isent : 

15 - la figure 1A, deja decrite, une vue en 

coupe eclatee d'une carte a puce sans contact fabriquee 
selon un procede connu de l'art anterieur, 

la figure IB, deja decrite, une vue en 
coupe d'une carte a puce sans contact fabriquee selon 

20 un autre procede connu de l'art anterieur, 

les figures 2A et 2B , une vue en coupe 
respectivement eclatee et non eclatee d'une carte a 
puce sans contact au cours des etapes de fabrication 
d'un procede selon 1' invention 

25 - la figure 3, une vue en coupe d'une autre 

carte a puce sans contact selon une variante de 
realisation , 

les figures 4 A et 4B, une vue en coupe 
respectivement eclatee et non eclatee d'une autre carte 
30 a puce sans contact au cours de ses etapes de 
fabrication selon une autre variante de realisation, 

- la figure 5, une vue en coupe d'une autre 
carte & puce sans contact selon une troisieme variante 
de realisation, 
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- la figure 6, une vue en coupe d'une autre 
carte a puce sans contact selon une quatrieme variante 
de realisation. 

5 Les etapes d'un procede de fabrication d'une carte 

a puce sans contact selon 1' invention sont schematisees 
sur les figures 2A et 2B. Ces figures schematisent une 
carte a puce respectivement avant et apres 1 ' assemblage 
des differents elements de constitution du corps de 

10 carte 100 par lamination a chaud. 

Une premiere etape du procede selon 1' invention 
consiste a fournir un film A comportant au moins un 
materiau adhesif thermoactivable 11 presentant une 
surface au moins egale a celle de la carte a realiser. 

15 Un ensemble electronique reference C est dispose contre 
une surface du film de materiau adhesif thermof usible 
11. Au moins un film adjacent B est ensuite lamine a 
chaud contre cette surface afin de noyer au moins 
partiellement l'ensemble electronique C dans ledit 

20 materiau thermoactivable. 

Dans l'exemple des figures 2A et 2B, le film 
adjacent B comporte au moins un autre film de materiau 
adhesif thermoactivable 21. De plus, dans cet exemple 
les deux films de materiau adhesif thermof usible 11 et 

25 2 1 peuvent etre reportes respect ivement sur deux 

feuilles support 10 et 20. Ces films de materiau 
adhesif thermof usible sont utilises en tant que 
feuilles de constitution de la structure de la carte, 
lis peuvent eventuellement etre prealablement fixes par 

30 collage a chaud sur les feuilles support 10 et 20. Les 
materiaux adhesifs thermof usibles 11 et 21 reportes sur 
les feuilles support 10 et 20 forment ainsi 
respectivement deux films adjacents A et B de 
constitution du corps de carte 100. 
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Dans une variante de realisation, le roateriau 
adhesif thermoactivable peut etre fixe sur une autre 
feuille pelable ou non. 

Les feuilles support 10 et 20 sont de preference en 
5 matiere plastique, par exemple en PVC (polychlorure de 
vinyle) , en PC (polycarbonate) , en ABS ( Acrylonitr ile- 
Butadiene-Styrene) ou en PET (polyethylene 

terephtalate) . Dans une variante de realisation, on 
peut en outre envisager d'utiliser de telles feuilles 
10 support en papier ou en carton compte tenu de la bonne 
adhesivite du materiau adhesif thermoactivable . Ces 
feuilles support 10 et 20 sont destinees a former les 
surfaces exterieures recto et verso de la carte ♦ 

Le materiau adhesif presente des proprietes de 
15 ductilite a froid et de thermoadhes ion . II appartient 
notamment, dans i' exemple, a la famille des PE 
(polyethylenes) modifies, a la famille des PU 
(polyurethanes) modifies ou a la famille des PP 
(polypropylenes) modifies. II ne doit pas etre collant 
20 a la temperature ambiante de maniere a ce qu'il puisse 
etre manipule au meme titre qu'une feuille plastique 
classique. II peut en outre contenir une certaine 
proportion de materiau thermodurcissable . 

Dans un autre exemple, le materiau adhesif utilise 
25 est un materiau a base de PU commercialise par la 
societe plastree sous la reference Polyfix BM. 

Dans un autre exemple encore, le materiau adhesif 
utilise est une colle a reaction thermoplast ique non 
autocollante, fournie en rouleau notamment par la 
30 societe beiersdorf sous la reference Tesa 8420. Elle 
comporte notamment un melange de resine phenol ique et 
un caoutchouc nitrile. Elle est apte a presenter un 
comportement (ou une phase) thermoplast ique seul, et 
une phase thermodurcissable en fonction de la 
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temperature, De preference, le materiau thermoact ivable 
possede un etat non reversible (ou non reactivable) 
apres activation specif ique. 

Les dimensions des films 11 et 21 et des feuilles 
5 support 10 et 20 sont choisies de telle sorte que leur 
surface est au moins identique a celle de la carte que 
l'on desire realiser. Mais celles-ci peuvent etre 
beaucoup plus grandes et permettre une lamination de 
plusieurs positions simultanement . Une decoupe 

10 ulterieure permet alors d'obtenir une carte aux 
dimensions desirees . 

L'epaisseur des films 11 et 21 de materiau adhesif 
thermof usible est choisie de telle maniere que, une 
fois la carte finie, c'est a dire apres fluage au cours 

15 de la derniere etape de lamination a chaud, ces films 
presentent une epaisseur identique a celle des feuilles 
perforees, ou de la resine, qu'ils remplacent. Le 
procede selon 1' invention permet de realiser des cartes 
d'epaisseur normalisee selon la norme ISO mais aussi 

20 des cartes plus ou moins epaisses selon les 
applications auxquelles elles sont destinees. 

Dans l'exemple schematise sur les figures 2A et 2B , 
1' ensemble electronique C est realise sur une feuille 
plastique 30, par exemple en PVC . Cette feuille 

25 plastique 30 est munie d'une perforation 32 prevue pour 
y loger un module electronique 40. Une antenne 31 est 
realisee sur cette feuille plastique par exemple par 
incrustation, lamination ou serigraphie, selon un 
procede class ique bien connu de 1 ' homme de 1 ' art . Les 

30 bornes de connexion 3 5 de 1' antenne sont electriquement 
reliees aux plages de contact 4 1 du module 
electronique, lesquelles sont situees sur la face 
interne de la grille metallique du module, par 
1 ' intermediaire d'une soudure etain-plomb, par une 
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soudure a ultrason ou alors au moyen d'une colle 
conductrice par exemple. 

Une derniere etape consiste ensuite a assembler et 
a solidariser les differents elements de constitution 
5 du corps de carte 100. Pour cela, on effectue une 
lamination a chaud. En debut de cette etape de 
lamination, avant 1 ' etablissement total de la 
temperature, le mater iau adhesif thermoactivable 
presente une ductilite telle qu'il permet d' absorber 

10 toute surepaisseur engendree par la presence de 
1'ensemble electronique C. Ce materiau adhesif 
thermoactivable presente une ductilite a froid, avant 
lamination, typiquement inferieure a 95 Shore A. Cette 
unite "Shore A M est donnee par la norme franqiaise NFT 

15 51.109. Ensuite, le materiau thermoactivable des films 
11 et 21 se ramollit sous 1 'action du chauffage et sous 
1'effet de la pression il flue autour de 1'ensemble 
electronique C, et notamment autour du module 40 de 
maniere a conserver une epaisseur globale constante. 

20 L' adhesif permet, par sa ductilite a froid puis par son 
fluage ensuite, d'envelopper le module sans apparition 
de defaut ou de surepaisseur. L' adhesif presente des 
proprietes telles qu'il joue un role d ' amortisseur 
permettant ainsi l'obtention d'une carte de planeite 

25 amelioree. Le fluage de ce materiau adhesif 
thermof usible est bien controle, et dans tous les cas 
beaucoup mieux controle que le fluage d'une feuille 
plastique ordinaire telle que du PVC, si bien que 1 ' on 
arrive a obtenir une surface plane sans apparition de 

30 bulles d'air piegees autour de 1'ensemble electronique, 
et sans creation de surepaisseurs au dessus du module 
electronique. De plus, les films d'adhesif 11 et 21 
n'etant pas perfores, il n'y a pas de problemes 
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d' indexation de ces films par rapport a la feuille 
perforee 30 support de 1 'ensemble electronique C. 

La lamination permet done de souder les differentes 
couches de constitution du corps de carte entre-elles. 
5 La lamination peut etre realisee au moyen d'un 

dispositif de plaques de lamination pour presses a 
plateaux ou au moyen d'un dispositif a rouleaux. 

D'autres feuilles de constitution du corps de carte 
peuvent etre lamin£es de part et d' autre du produit, 

10 constitue par 1' ensemble electronique C noye dans le 
materiau adhesif thermoact ivable , soit en meme temps 
que la derniere etape de lamination a chaud soit dans 
une etape ulterieure. 

Le point de fusion du materiau adhesif 

15 thermof usible autorise des laminations a chaud a des 
temperatures inferieures aux temperatures classiquement 
utilisees pour des laminations a chaud. Ainsi, la 
lamination peut etre effectuee a une temperature 
comprise entre 50 et 140°C. 

20 De plus, le materiau adhesif thermof usible presente 

de preference des proprietes d' irreversibility jusqu'a 
la temperature de lamination. Pour cela, il comporte 
avantageusement une phase thermodurcissable . Les cartes 
fabriquees a partir d'un tel materiau et selon le 

25 procede de 1 ' invention satisfont ainsi a toute 
contrainte de tenue en temperature et de stabilite 
dimensionnelle . 

Le schema en coupe de la figure 3 il lustre une 
variante de realisation du procede. En fait, dans cette 

30 variante, seul l'ensemble electronique utilise est 
different. Dans cet exemple, en effet, l'ensemble 
electronique, reference D, comporte soit un petit 
module soit une puce 60 de circuit integre dont 
certains plots de contact 61 sont connectes aux bornes 
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de connexion 55 d'une antenne 51. L'antenne 51 est 
realisee de maniere classique par lamination, 
incrustation ou serigraphie sur une feuille plastique 
50 non perforee, par exemple en PVC. La connexion entre 
5 les plots de contact 61 de la puce 60 et les bornes de 
connexion 55 de l'antenne est realisee selon une 
methode classique et bien connue de 1'homme de l'art, 
soit par 1 ' intermediaire d'un montage dit "flip chip", 
soit au moyen d'une colle contenant des particules 

10 conductrices d'argent, ou encore par 1 ' intermediaire de 
fils conducteurs soudes. Dans ce cas aussi, lors de 
l'etape de lamination a chaud, le materiau adhesif dans 
un premier temps se comprime localement pour absorber 
toute surepaisseur puis flue et permet d'envelopper la 

15 puce 60 sans apparition de defaut ou de surepaisseur et 
permet done d'obtenir une surface de carte plane. 

Selon une autre variante de realisation du precede 
selon 1' invention, illustree par .les schemas des 
figures 4A et 4B, 1'ensemble electronique utilise, 

20 reference E, n'est pas realise sur une feuille support 
en plastique mais il est simplement constitue d'une 
antenne 70 en fil bobine, ou serigraphiee sur le film 
thermoadhesif 11. Les bornes de connexion 75 de cette 
antenne 70 sont connectees, par exemple au moyen d'une 

25 soudure etain-plomb, aux plages de contact 4 1 d'un 
module electronique 40 (figure 4A) . Dans ce cas, les 
plages de contact 41 du module 40 peuvent etre situees 
independamment sur la face interne ou sur la face 
externe de la grille metallique du module. Au cours de 

30 l'etape ulterieure de lamination a chaud, l'antenne et 
le module sont completement noyes dans l'epaisseur du 
corps de carte, e'est a dire dans les deux films de 
materiau adhesif thermoactivable 11 et 21 qui se 
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collent 1'un centre 1' autre et deviennent completement 
indissociables (figure 4B) . 

La figure 5 schematise une autre variante selon 
laquelle l'ensemble electronique , reference F, est 
5 constitue d'une antenne 70 serigraphiee sur le film 
thermoadhesif 11 ou realisee en fil bobine dont les 
bornes de connexion 75 sont connectees aux plots de 
contact 61 d'une puce de circuit integre 60 selon une 
methode classique, par exemple par un montage "flip 
10 chip", ou par collage au moyen d'une colle conductrice 
a argent, ou par 1 ' intermedia ire de fils conducteurs 
soudes. 

Dans les deux derniers cas qui viennent d'etre 
decrits, l'ensemble electronique E, D, compose d'une 

15 antenne en fil bobine 70 et d'un module electronique 
40, ou d'une puce de circuit integre 60, peut etre au 
prealable pose sur les films 11, 21 de materiau adhesif 
thermoactivable puis fixe en appliquant un element 
chauffant sur l'ensemble electronique pour realiser un 

20 apport local de pression et de temperature. 

On peut egalement envisager d'apporter de l'energie 
sous forme de rayonnement a la surface d'un film de 
materiau adhesif thermoactivable, puis de poser 
l'ensemble electronique sur ce film pour effectuer un 

25 precollage de l'ensemble electronique. 

Selon une autre variante de realisation de 
1' invention, telle que schematisee sur la figure 6, il 
est en outre possible de ne fournir qu'un seul film B 
comportant au moins un materiau adhesif thermoactivable 

30 21. Ce materiau 21 peut par exemple etre reporte sur 
une feuille support 20. Dans ce cas, l'ensemble 
electronique est par exemple supporte par une face d'un 
film adjacent constitue par au moins une feuille 
polymere non perforee 50, dont 1 'autre face est 
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destinee a former l'une des surfaces exterieures de la 
carte a puce sans contact. Par consequent, dans ce cas, 
l'ensemble electronique D utilise est constitue d'une 
part par une antenne 51, realisee sur le film adjacent 
5 50 selon un procede classique de serigraphie, laminage 
ou incrustation, et d'autre part par une puce de 
circuit 60 dont les plots de contact 61 sont relies 
electriquement aux bornes de connexion 55 de 1' antenne 
51- Au cours de l'etape ulterieure de lamination a 

10 chaud, le materiau adhesif se ramollit et flue, de 
maniere a envelopper la puce et 1 ' antenne, et adhere a 
la surface du film adjacent 50 en materiau polymere. 

A titre indicatif, dans tous les exemples realises, 
l'ensemble electronique utilise presentait une surface 

15 d'environ 6x4 mm et une hauteur de penetration de 50 /im 
dans un film adhesif thermoactivable de 100 /jm 
d'epaisseur. Grace a ces dimensions de l'ensemble 
electronique et du film de materiau adhesif 
thermoactivable, la carte obtenue ne presente pas de 

20 defauts de surface, les surepaisseurs etant absorbees 
par le materiau adhesif sans endommager l'ensemble 
electronique. 

Le fait d'utiliser au moins un film de materiau 
adhesif thermoactivable, dont la surface est identique 

25 a celle de la surface de la carte a realiser, pour 
fabriquer des cartes a puce sans contact permet 
d'eviter les problemes souleves par les procedes 
classiques et dus a 1 ' utilisation de feuilles 
plastiques ordinaires perforees. 

30 Selon une variante de realisation, 1'antenne 31, 

51, 70 de tous les modes de realisation qui viennent 
d'etre decrits, peut etre realisee directement dans le 
circuit d'une puce de circuit integre, la carte etant 
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utilisee dans un lecteur avec un couplage 
electromagnetique tres precis. 

Grace a l'invention, on utilise tout au plus une 
seule feuille plastique perforee, et seulement dans le 
5 cas ou l'ensemble electronique est realise sur une 
feuille support et comporte un module. Les problemes 
d' indexation de plusieurs feuilles perforees les unes 
par rapport aux autres sont par consequent elimines. 
Ces problemes d' indexation etant ecartes, cela entraine 

10 une reduction de cout et une amelioration du rendement 
de fabrication. Le procede selon 1' invention ne 
comporte qu'une seule etape de lamination a chaud, ce 
qui contribue a reduire le cout et a accelerer la 
cadence de fabrication. 

15 D' autre part, l'adhesif thermoactivable ayant une 

tres grande ductilite a froid, il permet d'absorber 
toute surepaisseur en debut de lamination. Puis, par sa 
grande capacite de fluage, une fois la temperature 
etablie, il permet d'envelopper l'ensemble electronique 

20 sans creation de bulles d'air, ni de surepaisseurs 
notamment au-dessus du module electronique ou de la 
puce. Par consequent, le module, ou la puce, n'est pas 
fragilise. La carte finie presente done une fiabilite 
accrue et une surface plane sans defauts superf iciels . 

25 Les defauts superf iciels n'existant pas, une impression 
de bonne qualite peut etre realisee sur toute la 
surface de la carte, pour realiser un decors ou une 
personnalisation. La carte sans contact obtenue par le 
procede selon 1' invention est done plus esthetique, 

30 plus fiable et moins coQteuse que les cartes obtenues 
par les precedes classiques de l'art anterieur. 

De plus, etant donne qu'il n'y a pas d'apparition 
de surepaisseurs, les plaques de lamination du 
dispositif de lamination ne sont pas deteriorees par 
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ces surepaisseurs. Une telle deterioration des plaques 
apparaissait en effet dans les procedes anterieurs et 
entrainait a terme une degradation de 1' aspect des 
cartes. Grace a 1' invention, les cartes ont un meilleur 
5 aspect visuel et les plaques de lamination du 
dispositif de lamination sont changees moins 
frequemment que dans les procedes classiques. 

Les exemples qui viennent d'etre decrits ne sont 
qu' illustratif s et 1' invention ne se limite pas a ces 
10 modes de realisation. On notera en particulier que 1 ' on 
peut ajouter autant de films de materiau adhesif 
thermof usible que l'on veut, le nombre de ces films 
n'etant aucunement limite a 1 ou 2 . 
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REVENDI CAT IONS 

1. Procede de fabrication d'une carte a puce sans 
contact comportant un ensemble electronique (C; D; E; 
F) noye dans un corps de carte (100) constitue de 
plusieurs films lamines a chaud 7 caracterise en ce 
qu'il comporte les etapes suivantes consistant a : 

- fournir un film (A) comportant au moins un 
mater iau adhesif thermoactivable (11) presentant une 
surface au moins egale a celle de la carte a realiser, 

- disposer ledit ensemble electronique (C; D; 
E; F) contre une surface dudit film de materiau adhesif 
thermoactivable (11)/ et 

- laminer a chaud au moins un film adjacent 
(B) contre ladite surface, l'ensemble electronique (C; 
D; E; F) etant au moins partiellement noye dans ledit 
materiau adhesif thermoactivable. 

2. Procede selon la revend ica t ion 1, caracterise en 
ce que ledit film adjacent (B) comporte au moins un 
autre film de materiau adhesif thermoactivable (21) . 

3. Procede selon la revendication 1, caracterise en 
ce que ledit film adjacent (B) comporte au moins une 
feuille polymere (20; 50). 

4. Procede selon l'une des revend ications 1 a 3, 
caracterise en ce que l'ensemble electronique (C; D; E; 
F) est compose d'une antenne (31; 51; 70) connectee, 
par ses bornes de connexion ( 3 5 ; 55; 75), aux plages de 
contact (41) d'un module electronique (40) ou aux plots 
de contact (61) d'une puce (60) de circuit integre. 
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5. Procede selon l'une des revendications 1 a 3, 
caracterise en ce que ledit ensemble electronique (C; 
D; E; F) comporte une puce de circuit integre et une 
antenne (31; 51; 70) gravee dans le circuit, 

5 

6. Procede selon la revendication 4, caracterise en 
ce que l'ensemble electronique (D) utilise comporte une 
feuille plastique (50) supportant une antenne (51) dont 
les bornes de connexion (55) sont electr iquement 

10 reliees aux plots de contact (61) d'une puce de circuit 
integre (60) ou d'un module, 

7. Procede selon la revendication 4, caracterise en 
ce que l'ensemble electronique (C) utilise comporte une 

15 feuille plastique (30) munie d'une perforation (32) et 
supportant une antenne (31) dont les bornes de 
connexion (35) sont electr iquement reliees aux plages 
de contact (41) d'un module electronique (40) loge dans 
ladite perforation (32). 

20 

8. Procede selon la revendication 4, caracterise en 
ce que l'ensemble electronique (E; F) utilise comporte 
une antenne en f il bobine (70) , dont les bornes de 
connexion (75) sont connectees aux plages de contact 

25 (41) d'un module (40), ou aux plots de contact (61) 
d'une puce de circuit integre (60) ♦ 

9. Procede selon la revendication 8, caracterise en 
ce que l'ensemble electronique, compose d'une antenne 

30 en fil bobine (70) et d'un module electronique (40), ou 
d'une puce de circuit integre (60), peut etre au 
prealable fixe sur le (les) film(s) de materiau adhesif 
thermoactivable (11 et 21) par un apport local de 
pression et de temperature. 
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10. Procede selon l'une des revendication 1 a 2, 
caracterise en ce que le(s) film(s) de materiau adhesif 
thermoactivable (11; 21) est (sont) compose(s) d'un 
5 materiau appartenant a la famille des PE 
(polyethylenes) modifies, a la famille des PU 
(polyurethanes) modifies ou a la famille des PP 
(polypropylenes) modifies . 

10 11. Procede selon l'une des revendicat ions 1 a 2, 

caracterise en ce que le materiau adhesif 
thermoactivable (11, 21) presente une ductilite a 
froid, avant lamination, inferieure a 95 Shore A. 

15 12. Procede selon l'une des revendicat ions 1 a 2, 

caracterise en ce que le materiau adhesif 
thermoactivable (11, 21) presente des proprietes 
d'irreversibilite jusqu'a la temperature de lamination. 

20 13. Procede selon la revendication 12, caracterise 

en ce que le materiau adhesif thermoactivable (11, 21) 
comporte une phase thermodurcissable . 

14. Procede selon l'une des revendications 1 a 2, 
25 caracterise en ce que le(s) film(s) de materiau adhesif 

thermoactivable (11; 21) est (sont) prealablement 
fixe(s) sur une (des) feuille(s) support (10; 20) par 
collage a chaud. 

30 15. Procede selon la revendication 14, caracterise 

en ce que la (les) feuille(s) support (10; 20) est 
(sont) realisee(s) en PVC (polychlorure de vinyle) , en 
PC (polycarbonate), en ABS ( Acrylonitr ile-Butadiene- 
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Styrene) , en PET (polyethylene terephtalate) ou en 
carton. 

16. Procede selon la revendicat ion 1, caracterise 
5 en ce que la lamination a chaud est realisee a une 

temperature comprise entre 50 et 140°c. 

17 . Carte a puce comportant un corps de carte 
(100), constitue de plusieurs films lamines a chaud, et 

10 un ensemble electronique (C; D; E; F) noye dans le 
corps de carte, caracterise en ce qu'elle comprend au 
moins une couche de materiau adhesif thermoactivable 
(11, 21) presentant une surface identique a celle de la 
carte et en ce que ledit ensemble electronique (C; D; 

15 E; F) est noye dans ladite couche de materiau adhesif 
thermoactivable (11, 21). 
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